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概要 本論文では，ホットエンボスと研磨加工を用いたポリマーMEMSデバイス製作プロセスの開発について報告する。開

発した製作プロセスは，まず 2段構造のSi型を製作し，デバイス構造をホットエンボスにより成形した。その後，成形した試

料と基板となるPMMA板とを表面活性化法により接合した。接合後の試料上面には，ホットエンボス後に残る残膜があり，こ

れを研磨加工によって除去した。最後に，デバイス表面にAuをスパッタリングによってコーティングした。この製作プロセ

スを適用し，V字ビームをもつPMMA製熱駆動マイクロアクチュエータを製作・評価し，デバイス材料をSiとした場合に比べ

10倍大きく変位することを確認した。

Abstract

This paper reports on our study of a fabrication process for polymer MEMS devices utilizing hot-

embossing and polishing steps. In this paper, a PMMA thermal microactuator was developed and

characterized to demonstrate the process’s capability and robustness. In the hot-embossing step, a

two-step silicon mold fabricated using bulk micromachining technology was used to create PMMA

microstructures. Then, the hot-embossed structures were bonded to the PMMA substrate using a

surface activation bonding method, and the back layer of the hot-embossed PMMA structure that re-

mained after hot embossing was removed by a polishing step to release the movable microstruc-

tures. A V-shaped PMMA thermal microactuator with a thickness of about 50 mm was fabricated and

tested successfully. The displacement was about 10 times larger than that of a Si counterpart at the

same temperature difference.
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